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Beschreibung

Verfahren zum Verbinden von Kontaktauflagen mit
einem Kontakttrager durch Hartléten und bei
diesem Verfahren erhaltliches Halbzeug

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum
Verbinden von Kontaktauflagen mit Kontakttragern,
insbesondere von Kontaktauflagen aus einem Werk-
stoff auf Silber-Metalloxid(MeO)-Basis, bei dem jede
einzelne Kontaktauflage, die eine Kontaktflache auf
der Schaltseite, Seitenflachen und eine Riickseite
zur Verbindung mit dem Trager hat, an der Riickseite
mit Lot versehen wird. Als Kontaktauflagen sind dabei
separate Kontaktstiicke oder Bander bzw. Profile
zum Abldngen einzelner Kontaktstiicke zu verstehen.
Daneben bezieht sich die Erfindung auch auf Halb-
zeug, das beim angegebenen Verfahren erhéltlich
ist.

Aus der DE-A-2260559 ist ein Verfahren zur Her-
stellung eines Sinterverbundwerkstoffes fiir elektri-
sche Kontakte, insbesondere der Starkstromtechnik,
bekannt, bei dem ein Silber-Metalloxidwerkstoff ver-
wendet wird. Als Metalloxide kommen beispielsweise
Cadmiumoxid (CdO), Zinnoxid (SnO,), Zinkoxid
(Zn0), Bleioxid (PbO) oder Eisenoxid (Fe;0,) oder
deren Mischungen in Frage. Bei diesen Kontaktwerk-
stoffen wird wegen der schlechten Benetzbarkeit
durch fliissiges Lot oder der ungiinstigen Schweilei-
genschaften zur Erzielung einer sicheren Verbin-
dungstechnik Zweischicht-Kontaktstiicke mit einer
Schicht aus gut I6tbarem bzw. gut schweilRbarem Me-
tall hergestellt. Gegebenenfalls kénnen einschichtige
Kontakte durch Herauslésen der Metalloxidkompo-
nenten auf der Lotseite, z.B. durch Séaure, bessere
Loteigenschaften erreichen.

Weiterhin ist aus der DE-A-25 14 237 ein Verfah-
ren zur Herstellung eines als elektrischer Kontakt die-
nenden Materials insbesondere auf der Basis von Sil-
ber-Cadmiumoxid mit gegebenenfalls Zinnoxid be-
kannt, bei dem als stdrend festgestellt wird, da beim
Stand der Technik sich eine inhomogene Konzentra-
tionsverteilung mit Cadmiumoxidanreicherungen im
Oberflachenbereich der Kontaktstiicke bildet. Auf die
spezifische Problematik des Verbindens der Kontakt-
stiicke mit Kontakttrédgern wird hier nicht eingegan-
gen.

Bei der Schaltgerate-Fertigung werden Kontakt-
stiicke auf die Kontakttrager des Schaltgerates ibli-
cherweise durch Hartldten befestigt. Dazu wird auf
die Riickseite der Kontaktstiicke oder des als lange-
res Band vorliegenden Materials eine Lotfolie aufge-
bracht, beispielsweise durch Walzplattieren oder Auf-
I6ten von einzelnen Lotplattchen. Lotfolien kénnen
auch durch Ultraschall angeheftet und anschlieRend
eingeprelit werden, wie es insbesondere in der alte-
ren, nachveréffentlichten DE-A-40 24 941 beschrie-
ben ist. Die vorbeloteten Kontaktstiicke werden weit-
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gehend automatisiert weiterverarbeitet und im Rah-
men eines integrierten Fertigungsvorganges, z.B.
durch induktive Erwérmung, auf dem Kontakttréger
befestigt.

Bei derartigen energieinduzierten Prozessen
kénnen Probleme dadurch auftreten, daf von der
Lotseite her fliissiges Lot Giber die Schmalseiten der
Kontaktstiicke hochsteigt und auf die Schaltflache
gelangt. Durch solche unkontrollierbare Vorgdnge
kann bei der bestimmungsgeméfen Verwendung
des Schaltgerates das Schaltverhalten der Kontakt-
stiicke in unerwiinschter Weise beeinflult werden.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Behand-
lungsverfahren fiir Kontaktauflagen anzugeben,
durch das ausgeschlossen wird, da sich nach dem
Hartléten Lotbestandteile auf der Schaltflache der
Kontaktauflage befinden. Weiterhin soll ein diesbe-
ziigliches Halbzeug bereitgestellt werden.

Die Aufgabe ist bei einem Verfahren der eingangs
genannten Art erfindungsgeman dadurch gelést, dal®
vor dem Létvorgang in die Seitenflachen und gegebe-
nenfalls in die Kontaktfldche Metalloxide, insbeson-
dere zusatzlich zu im Inneren der Kontaktauflage be-
reits vorhandenen Metalloxiden weitere Metalloxide,
eingebracht werden, wodurch die Benetzbarkeit der
Kontaktauflagen an den Seitenfldchen soweit ver-
schlechtert wird, dal das Hochsteigen von Lot zur
Kontaktflédche auf der Schaltseite vermieden wird.

Beim erfindungsgemafRen Verfahren werden als
Metalloxide beispielsweise eine oder mehrere der
Komponenten Zinnoxid (SnO,), Wismutoxid (Bi,03),
Kupferoxid (CuO), Tantaloxid (Ta;Os), Indiumoxid
(In;03), Wolframoxid (WO3;) oder Molybddnoxid
(MoO3) verwendet. Insbesondere bei Werkstoffen
auf der Basis von Silber-Metalloxid lassen sich dabei
solche Metalloxide einsetzen, die bereits im Kontakt-
werkstoff enthalten sind. Dadurch wird die Beeinflus-
sung der Schalteigenschaften der aus dem Werkstoff
gefertigten Kontaktauflage minimiert.

Vorteilhafterweise wird bei der Erfindung zum
Verbinden der Kontaktauflagen mit dem Tréger durch
Hartléten vor dem Einbringen der Metalloxide auf die
Riickseite der Kontaktauflage ein hartes, kaltver-
formtes Lot aufgebracht, in dessen Oberfldche nur
wenig Metalloxid einbringbar ist.

Mit der Erfindung wird also ein solches Halbzeug
zur Verfiigung gestellt, bei dem entweder bei separa-
ten Kontaktstiicken an deren Schmalseiten oder bei
Béndern oder Profilen an deren Seitenflachen und in
beiden Fallen gegebenenfalls auch eine Kontaktfla-
che eine héhere Konzentration wenigstens eines der
Metalloxide vorliegt als im Inneren der Kontaktstiicke
bzw. des Bandes oder des Profils.

In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung wer-
den in einem nachgeschalteten Verfahrensschritt die
Metalloxide nach dem Hartléten des Kontaktstiickes
auf den Kontakttrager von den freien Flachen, zumin-
dest von der Kontaktoberfldche wieder entfernt. Da
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sich lblicherweise im Rahmen der Fertigung eine
Beizbehandlung der Kontaktoberfldchen anschlieft,
kdnnen deswegen solche Metalloxide eingesetzt wer-
den, die durch die Beizbehandlung entfernt werden
kénnen. Weiterhin kann ein hartes, insbesondere
kaltverformtes Lot verwendet werden, so daf® auf der
Lotseite nur wenig Metalloxid in die Oberflache ein-
gebracht wird.

Zum Einbringen von Metalloxiden in die Oberfla-
chen der Kontaktstiicke bieten sich bekannte Verfah-
ren an: Dies sind alternativ das Strahlen mit den Me-
talloxiden als Strahimittel oder das Gleitschleifen mit
Zusatz der Metalloxide. Letzteres kann ohne oder
auch mit zusétzlichen Schleifsteinen erfolgen.

Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung
von Ausfihrungsbeispielen.

Die Erfindung wurde im einzelnen bei Kontakt-
stiicken der Konstitution Silber-Metalloxid (AgMeO)
fiir den Einsatz bei Schaltgeraten der Energietechnik
erprobt. Insbesondere wurden in diesem Zusammen-
hang Kontaktwerkstoffe aus AgSn0O,Bi,0;Cu0O, die
mit spezifischen Zusammensetzungen in der EP-A-
0 164 664 und der EP-A-O 170 812 beschrieben sind,
verwendet.

Beispiel 1: Nach bekannten Verfahren herge-
stellte Kontaktstiicke aus obigen Werkstoffen sind
beispielsweise als quaderférmiger Kérper mit Abmes-
sungen von 13 mm x 13 mm x 2,5 mm ausgebildet.
Das Verbinden der Kontaktstiicke mit dem Kontakt-
trager im elektrischen Schaltgerét erfolgt Gblicher-
weise durch Hartléten. Dafiir werden zunachst Lotfo-
lien auf der einen Grundflache der Kontaktstiicke be-
festigt. Diese so vorbeloteten Kontaktstiicke kénnen
anschlieBend im Rahmen einer integrierten Ferti-
gung der Montagelinie fiir Schaltgerate automatisiert
zugefiihrt und durch Energiezufuhr, beispielsweise
durch induktive Erwarmung, mit dem Kontakttrager
verbunden werden.

Beim induktiven Erwarmen kommt es zu einem
Aufschmelzen des Lotes. Auch wenn das Lot auf der
Unterseite der Kontaktstiicke begrenzt ist und unmit-
telbar auf den Kontakttrager aufliegt, kann es zu ei-
nem Aufsteigen des Lotes kommen. Damit entstehen
gelegentlich solche Verdnderungen auf den Oberfla-
chen des Kontaktstiickes, welche die
Schalteigenschaften wahrend der Lebensdauer des
Schaltgerétes verandern.

Um letzteren unerwiinschten Effekt auszuschal-
ten, wird vor dem eigentlichen Hartlétprozel die Be-
netzbarkeit der Kontaktstiicke an ihren Seitenflédchen
soweit verschlechtert, dal® das Hochsteigen von Lot
zur Schaltflache vermieden wird. Dazu werden in die
Oberflachen des Kontaktstiickes Metalloxide einge-
bracht.

Bei einem Kontaktstiick der Konstitution
AgSn0O,Bi,0;Cu0O empfiehlt es sich, als einzubrin-
gendes Metalloxid speziell Wismutoxid (Bi,O3) oder
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Kupferoxid (CuO) zu verwenden. Dies erfolgt bei-
spielsweise durch Strahlen mit Wismutoxid als
Strahimittel. Dafiir werden die Kontaktstiicke zweck-
maRigerweise mit der beloteten Seite nach unten auf
einen Trager aufgebracht und der Trager durch eine
Strahlstation gefiihrt. Dieser Vorgang kann in einem
kontinuierlichen Durchlauf erfolgen. Entsprechend
kann bei einem vorbelotetem Band oder Profil zum
spéteren Abléngen einzelner Kontaktstiicke im
Durchlauf gearbeitet werden.

Es hat sich gezeigt, daR® die geringen zusétzli-
chen Mengen von Wismutoxid, die in die freien Fl3-
chen des Kontaktstiickes eingebracht werden, im all-
gemeinen die Schalteigenschaften der Kontakt-
stiicke kaum verandern, da insbesondere der Kon-
taktwerkstoff auch bereits Wismutoxid enthalt. Es er-
gibt sich aber im Oberfldchenbereich des so als Halb-
zeug aufbereiteten Kontaktstiickes eine im Sub- pm-
Bereich signifikante Erhéhung der Wismutoxidkon-
zentration. Da aber iiblicherweise die Kontaktstiicke
im Rahmen der weiteren Schaltgeratefertigung abge-
beizt werden, kann bei Verwendung eines geeigneten
Beizmittels das eingebrachte Wismutoxid noch wéh-
rend des Fertigungsvorganges wieder entfernt wer-
den. Als Beizmittel ist Salzsdure (HCI) geeignet, wel-
che Wismutoxid aufldst.

Beispiel 2: Unbelotete oder belotete Kontakt-
stiicke werden mit den Grundfldchen aufeinanderge-
stapelt, so dal® bei einem Stapel mit einer grofRen An-
zahl von Kontaktstiicken nur die vier Schmalseiten
frei, dagegen sowohl die Kontaktflache als auch die
Lotoberflachen abgedeckt sind. Ein solcher Stapel
wird ganz entsprechend Beispiel 1 durch eine Strahl-
station geschoben. Dabei kann durch zusétzliches
Drehen des Stapels um seine Langsachse erreicht
werden, daf der Einbau von Wismutoxid oder Kupfer-
oxid jeweils nur gleichmaRig in den Seitenflachen der
Kontaktstiicke erfolgt. AnschlieBend kann der
Hartlétvorgang unmittelbar erfolgen.

Beispiel 3: Unbelotete oder belotete Kontakt-
stiicke werden in einer Trommel gleitgeschliffen, wo-
bei das betreffende Metalloxid als Pulver hinzugefiigt
wird. Das Gleitschleifen kann mit oder chne Verwen-
dung von in der Praxis iblichen Scheuersteinen erfol-
gen.

Um bei mit Lot versehenen Kontaktstiicken eine
nachteilige Beeinflussung der Lotfolie von vorneher-
ein auszuschlielen, empfiehlt es sich, ein hartes, ins-
besondere auch kaltverformtes Lot zu verwenden,
bei dem aufgrund der hohen Hartewerte weniger Oxi-
de in die Oberflache eingebracht werden. Da der
oben angegebene Werkstoff eine Harte von rund 90
HV hat, sollte ein solches Lot, beispielsweise das be-
kannte Lot L-Ag 15P, gewéhlt werden, das im kaltver-
formten Zustand eine Harte von 150 HV hat.

Vorliegende Erfindung wurde insbesondere fir
solche Kontaktstlicke beschrieben, die aus Silber-
Metalloxid(AgMeO) bestehen. Auch fiir andere Kon-
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taktwerkstoff-Systeme, beispielsweise auf der Basis
Silber-Graphit (AgC), Silber-Wolfram (AgW) oder
Kombinationen daraus, kann ein entsprechendes
Verfahren zur Verschlechterung der Benetzbarkeit
der Kontaktstiicke an ihren Seitenflachen eingesetzt
werden, so dall ein Aufsteigen von Lot verhindert
wird. Im Einzelfall miissen gegebenenfalls solche Zu-
séatze ausgewdhlt werden, welche die
Schalteigenschaften nicht wesentlich beeinflussen.
Neben Kontaktstiicken kénnen so insbesondere Bén-
der oder Profile, die mit Lot plattiert sind, zu geeigne-
tem Halbzeug, bei denen nur die Schmalseiten oder
Seitenkanten im gewiinschten Sinne beeinfluft sind,
die Schaltflachen dagegen weitestgehend unveran-
dert bleiben, verarbeitet werden.

Patentanspriiche

1. Verfahren zum Verbinden von Kontaktauflagen
mit einem Trager durch Hartléten, insbesondere
von Kontaktauflagen aus einem Werkstoff auf
Silber-Metalloxid(AgMeO)-Basis, bei dem jede
einzelne Kontaktauflage, die eine Kontaktfldche
auf der Schaltseite, Seitenfldchen und eine
Riickseite zur Verbindung mit dem Trager hat, an
der Rickseite mit Lot versehen wird, dadurch
gekennzeichnet, daR vor dem Létvorgang in die
Seitenflichen und gegebenenfalls in die Kon-
taktflache Metalloxide, insbesondere zuséatzlich
zu im Innern der Kontaktauflagen bereits vorhan-
denen Metalloxiden weitere Metalloxide, einge-
bracht werden, wodurch die Benetzbarkeit der
Kontaktauflagen an den Seitenfldchen soweit
verschlechtert wird, dal das Hochsteigen von Lot
zur Kontaktflache auf der Schaltseite vermieden
wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daR die Metalloxide Zinnoxid (SnO,),
Wismutoxid (Bi,O3), Kupferoxid (CuO), Tantal-
oxid (Tay0s), Indiumoxid (In,03), Wolframoxid
(WO3), Molybdanoxid (MoO3) als eine oder meh-
rere Komponenten enthalten.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, wo-
bei die Kontaktauflage aus einem Werkstoff auf
AgMeO-Basis besteht, dadurch gekennzeich-
net, daR solche Metalloxide eingesetzt werden,
die auch im Kontaktwerkstoff als
Wirkkomponente enthalten sind.

4. \Verfahren nach Anspruch 3, wobei die Kontakt-
auflagen aus einem Werkstoff der Konstitution
AgSn0O,Bi,0;Cu0O bestehen, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die zusétzlich in die Kontaktaufla-
gen aus AgSu0,Bi,03;CuO eingebrachten Metall-
oxide SnO,, Bi,O; und/oder CuO sind.
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10.

1.

12.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dal® die zusatzlichen
Metalloxide nach dem Hartléten der Kontaktauf-
lagen auf den Trager von den freien Flachen, zu-
mindest aber von der Kontaktfliche auf der
Schaltseite, wieder entfernt werden.

Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daf die zusatzlichen Metalloxide abge-
beizt werden und daR solche Metalloxide einge-
setzt werden, die vom verwendeten Beizmittel
geldst werden.

Verfahren nach Anspruch 4 und Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dal} als Beizmittel Salz-
séure (HCI) als Metalloxid Wismutoxid (Bi,O3z)
und/oder Kupferoxid (CuO) verwendet werden,
welche beide von Salzsdure (HCI) aufgeldst wer-
den.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dall zum Verbinden der Kontaktaufla-
gen mit dem Trager durch Hartléten vor dem Ein-
bringen der Metalloxide auf die Riickseite der
Kontaktauflage ein hartes, kaltverformtes Lot
aufgebracht wird, in dessen Oberflache nur we-
nig Metalloxid einbringbar ist.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dal das Einbringen des
Metalloxids in die Oberfldchen der Kontaktaufla-
gen durch Strahlen mit den Metalloxiden als
Strahimittel erfolgt.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, wo-
bei die Kontaktauflagen insbesondere separate
Kontaktstiicke sind, dadurch gekennzeichnet,
dal} das Einbringen der Metalloxide durch Gleit-
schleifen unter Zusatz der Metalloxide erfolgt.

Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, da das Gleitschleifen mit Schleifstei-
nen durchgefiihrt wird.

Halbzeug, erhéltlich bei einem Verfahren nach
Anspruch 1 oder einem der Anspriiche 2 bis 11
zum Verbinden von Kontaktauflagen mit einem
Trager durch Hartléten, wobei jede einzelne Kon-
taktauflage, die eine Kontaktflache auf der
Schaltseite, Seitenflachen und eine Riickseite
zur Verbindung mit dem Trager hat, an der Riick-
seite mit Lot versehen ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dal die Kontaktauflage durch separate
Kontaktstiicke gebildet ist, an deren Schmalsei-
ten und gegebenenfalls an deren Kontaktflache
eine héhere Konzentration wenigstens eines der
Metalloxide vorliegt als im Inneren der Kontakt-
stiicke.
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13. Halbzeug, erhéltlich bei einem Verfahren nach

Anspruch 1 oder einem der Anspriiche 2 bis 11
zum Verbinden von Kontaktauflagen mit einem
Trager durch Hartléten, wobei jede einzelne Kon-
taktauflage, die eine Kontaktfliche auf der
Schaltseite, Seitenflachen und eine Rickseite
zur Verbindung mit dem Trager hat, an der Riick-
seite mit Lot versehen ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dal die Kontaktauflage durch Bénder
oder Profile gebildet ist, an deren Schmalseiten
und gegebenenfalls an deren Kontaktflache eine
héhere Konzentration wenigstens eines der Me-
talloxide vorliegt als im Innern des Bandes oder
des Profiles.

Claims

Process for connecting contact supports to a car-
rier by hard soldering, in particular contact sup-
ports made of a material based on silver/metal-
oxide (AgMeO) in which each individual contact
support, which has a contact surface on the
switching side, lateral faces and areverse side for
the connection to the carrier, is provided with
solder on the reverse side, characterised in that,
prior to the soldering process, metal oxides, in
particular other metal oxides in addition to metal
oxides already present within the contact sup-
ports, are introduced into the lateral faces and,
where appropriate, into the contact surface, as a
result of which the wettability of the contact sup-
ports on the lateral faces is impaired to such an
extent that the rising-up of solder to the contact
surface on the switching side is avoided.

Process according to Claim 1, characterised in
that the metal oxides contain stannic oxide
(Sn0O,), bismuth trioxide (Bi,O3), cupric oxide
(CuO0), tantalum pentoxide (Ta,0Os), indium oxide
(Iny03), tungsten trioxide (WO3), molybdenum tri-
oxide (MoO3) as one or several components.

Process according to Claim 1 or Claim 2, where-
by the contact support consists of a material
based on AgMeO, characterised in that use is
made of metal oxides which are also contained in
the contact material as active component.

Process according to Claim 3, whereby the con-
tact supports consist of a material with the con-
stitution AgSnO,Bi,0;Cu0, characterised in that
the metal oxides additionally introduced into the
contact supports made of AgSnO,Bi,O;CuO are
Sn0,, Bi,O3 and/or CuO.

Process according to one of Claims 1 to 4, char-
acterised in that after the hard soldering of the

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

10.

1.

12.

13.

contact supports onto the carrier the additional
metal oxides are removed from the exposed sur-
faces, at least from the contact surface on the
switching side.

Process according to Claim 5, characterised in
that the additional metal oxides are pickled and in
that use is made of metal oxides which are dis-
solved by the pickling agent employed.

Process according to Claim 4 and Claim 6, char-
acterised in that by way of pickling agent use is
made of hydrochloric acid (HCI), and by way of
metal oxide use is made of bismuth trioxide
(Bi»0O3) and/or cupric oxide (CuO), which are both
dissolved by hydrochloric acid (HCI).

Process according to Claim 1, characterised in
that for the purpose of connecting the contact
supports to the carrier by hard soldering prior to
introduction of the metal oxides onto the reverse
side of the contact support there is applied a hard,
cold-deformed solder, into the surface of which
only a small amount of metal oxide is capable of
being introduced.

Process according to one of Claims 1 to 4, char-
acterised in that the metal oxide is introduced into
the surfaces of the contact supports by blasting,
using the metal oxides as blasting medium.

Process according to one of Claims 1 to 4, where-
by the contact supports are, in particular, sepa-
rate contact pieces, characterised in that the met-
al oxides are introduced by vibratory grinding
with addition of the metal oxides.

Process according to Claim 10, characterised in
that the vibratory grinding is carried out using
grindstones.

Semi-finished product, obtainable with a process
according to Claim 1 or one of Claims 2 to 11 for
connecting contact supports to a carrier by hard
soldering, whereby each individual contact sup-
port, which has a contact support on the switch-
ing side, lateral faces and a reverse side for the
connection to the carrier, is provided with solder
on the reverse side, characterised in that the con-
tact support is formed by separate contact
pieces, on the narrow sides of which and, where
appropriate, on the contact surface of which a
higher concentration of at least one of the metal
oxides is present than within the contact pieces.

Semi-finished product, obtainable with a process
according to Claim 1 or one of Claims 2 to 11 for
connecting contact supports to a carrier by hard



9 EP 0 609 307 B1

soldering, whereby each individual contact sup-
port, which has a contact support on the switch-
ing side, lateral faces and a reverse side for the
connection to the carrier, is provided with solder
on the reverse side, characterised in that the con-
tact support is formed by strips or sections, on the
narrow sides of which and, where appropriate, on
the contact surface of which a higher concentra-
tion of at least one of the metal oxides is present
than within the strip or the profile.

Revendications

Procédé pour relier des couches de contact & un
support par brasage dur, notamment des cou-
ches de contact en un matériau a base d’argent-
oxyde métallique (AgMeO), selon lequel on munit
d’'un métal d’apport de brasage la face arriére de
chaque couche de contact, qui a une surface de
contact située sur le coté des connexions, des
surfaces latérales et une face arriére destinée a
étre reliée au support, caractérisé par le fait
qu’'avant l'opération de brasage, on introduit
dans les surfaces latérales et éventuellement
dans la surface de contact, des oxydes métalli-
ques et notamment des suppléments d’oxydes
métalliques en plus des oxydes métalliques déja
présents a l'intérieur des couches de contact, ce
qui altére la mouillabilité des couches de contact
situées sur la surface latérale au point d’empé-
cher, sur le c6té des connexions, le métal d’ap-
port de brasage de remonter a la surface de
contact.

Procédé suivant la revendication 1, caractérisé
par le fait que les oxydes métalliques englobent
un ou plusieurs constituants constitués par I'oxy-
de d’étain (Sn0O,), I'oxyde de bismuth (Bi,O3),
'oxyde de cuivre (CuO), l'oxyde de tantale
(Ta,05), l'oxyde dindium (In,O3), I'oxyde de
tungsténe (WO3), 'oxyde de molybdéne (MoO3).

Procédé suivant la revendication 1 ou 2, selon le-
quel la couche de contact est en un matériau a
base de AgMeO, caractérisé par le fait qu'on uti-
lise des tels oxydes métalliques, qui sont égale-
ment contenus dans le matériau de contact en
tant que constituants actifs.

Procédé suivant la revendication 3, selon lequel
les couches de contact sont en un matériau de
constitution AgSn0O,Bi,03CuO, caractérisé parle
fait que les oxydes métalliques insérés en supplé-
ment dans les couches de contact en AgS-
nO,Bi,03;Cu0, sont SnO,, Bi,O3 et/ou CuO.

Procédé suivant I'une des revendications 1 a 4,
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caractérisé par le fait qu'aprés le brasage dur des
couches de contact sur le support, on élimine a
nouveau les oxydes métalliques supplémentai-
res, des surfaces libres, en tout cas au moins de
la surface de contact sur le c6té des connexions.

Procédé suivant la revendication 5, caractérisé
par le fait qu’on élimine par décapage les oxydes
métalliques supplémentaires et qu'on utilise les
oxydes métalliques qui sont dissous par I'agent
de décapage utilisé.

Procédé suivant les revendications 4 et 6, carac-
térisé par le fait qu’on utilise comme agent de dé-
capage, de I'acide chlorhydrique (HCI) et comme
oxyde métallique, de I'oxyde de bismuth (Bi,O3)
et/ou de I'oxyde de cuivre (CuO), qui sont tous
deux dissous par I'acide chlorhydrique (HCI).

Procédé suivant la revendication 1, caractérisé
par le fait que pour relier les couches de contact
au support par brasage dur, on dépose, avant/’in-
troduction des oxydes métalliques sur la face
arriére de la couche de contact, un métal d’apport
de brasage dur conformé a froid, dans la surface
duquel on ne peut insérer que peu d’'oxyde mé-
tallique.

Procédé suivant 'une des revendications 1 a 4,
caractérisé par le fait que I'introduction de I'oxyde
métallique dans les surfaces des couches de
contact est réalisée par sablage au moyen des
oxydes métalliques en tant qu’agents de sablage.

Procédé suivant 'une des revendications 1 a 4,
dans lequel les couches de contact sont notam-
ment des piéces de contact distinctes, caractéri-
sé par le fait que I'introduction des oxydes mé-
talliques s’effectue par vibro-abrasion avec addi-
tion des oxydes métalliques.

Procédé suivant la revendication 10, caractérisé
par le fait que la vibro-abrasion est exécutée avec
des meules.

Demi-produit, pouvant étre obtenu a I'aide d’un
procédé selon la revendication 1 ou I'une des re-
vendications 2 a 11 pour relier des couches de
contact a un support par brasage dur, et dans le-
quel chaque couche de contact, qui a une surface
de contact du c6té des connexions, des surfaces
latérales et une surface arriére destinée a étre re-
liée au support, est munie d’'un métal d’apport de
brasage sur la face arriére, caractérisé par le fait
que la couche de contact est formée de piéces
distintes de contact, sur les petits cotés desquel-
les et éventuellement sur la surface de contact
desquelles au moins un des oxydes métalliques,
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est présent en une concentration qui est plus
grande qu’a l'intérieur des piéces de contact.

Demi-produit, pouvant étre obtenu a I'aide d’un
procédé selon la revendication 1 ou I'une des re-
vendications 2 a 11 pour relier des couches de
contact a un support par brasage dur, et dans le-
quel chaque couche de contact, quia une surface
de contact du c6té des connexions, des surfaces
latérales et une surface arriére destinée a étre re-
liée au support, est munie d’'un métal d’apport de
brasage sur la face arriére, caractérisé par le fait
que la couche de contact est formée par des ban-
des ou des profilés, sur les petits cotés et éven-
tuellement sur la surface de contact desquel il
existe au moins 'un des oxydes métalliques est
présent en une concentration, qui est plus grande
qu’a l'intérieur de la bande ou du profilé.
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